OBERFLACHEN

Anlaufschutz fiir Elektronikbauteile:
einfach, schnell, sicher

Umicore Galvanotechnik optimiert Nachbehandlungsverfahren
fur die Anwendung in der Bandgalvanik

Von Friedrich Talgner und Robert Ziebart, Umicore Galvanotechnik GmbH

Die Preise fiir Edelmetalle sind in den letz-
ten Jahren enorm gestiegen. Unter ande-
rem haben sich die Beschaffungskosten
fur Gold in den vergangenen zehn Jahren
drastisch erhoht. Lag der Preis fiir ein Kilo-
gramm Gold vor rund zehn Jahren noch un-
ter 20 000 Euro, so liegt er mittlerweile auf
einem Niveau von 40 000 Euro.

Insbesondere in den wettbewerbsintensi-
ven Markten fiir Elektronikprodukte sind
daher fast alle Hersteller bemuht, ihre
Edelmetallkosten zu reduzieren. Dazu wer-
den beispielsweise Schichtdicken redu-
ziert, neue Legierungszusammensetzungen
getestet, Elektrolyte mit selektiverer Ab-
scheidung verwendet oder Teile der Kom-
ponenten, die keinen Edelmetallauftrag
bendtigen, werden immer aufwandiger
maskiert.

AuBerdem setzen Produzenten zunehmend
auf Anlaufschutzverfahren. Diese Nach-
behandlungsprozesse missen — bei deut-
lich geringeren Schichtdicken — die sensib-
leren Oberflachen schiitzen. Dabei dirfen
sich technische Eigenschaften der End-
oberflachen — wie Kontaktlbergangswider-
stand, VerschleiRbestandigkeit sowie Lot-
und Bondbarkeit — nicht verschlechtern.
AuRerdem gilt: Viele standardisierte Elek-
tronikprodukte, vor allem Steckverbinder
und Smartcards, werden in hohen Stiick-
zahlen gefertigt. Das Gesetz der Serien-
produktion fordert auch fir die galvani-
sche Beschichtung einen moglichst kurzen
Zeitaufwand, also hohe Volumina pro Zeit-
einheit.

Dies ldsst sich auch in automatisierten
Durchlaufanlagen bei kurzen Kontaktzeiten
erzielen. Herkdmmliche Nachbehandlungs-
verfahren kommen unter derartigen Bedin-
gungen an ihre Grenzen. Nach einer um-
fangreichen Produktentwicklung bietet die
Umicore Galvanotechnik eine neue, opti-
mierte Generation von Anlaufschutzpro-
zessen an.

Hervorragende Ergebnisse
mit elektrolytischen Verfahren

Im Zuge der Neuentwicklung erfolgte ein
Benchmark-Vergleich bekannter Verfahren
und Wirksubstanzen bei Umicore. Die Op-
timierung der Wirkstoffe und neue Zusat-
ze steigerten die Schutzleistung deutlich.
So zeigte speziell die elektrolytische An-
wendung erhebliche Vorteile. Im Vergleich
zum reinen Tauchverfahren lassen sich
Schichten mit Strom sehr viel dichter und
kompakter abscheiden. Zudem sorgen die
Additive dafiir, dass die Schutzschicht in
wenigen Sekunden vollstandig ausgebildet
ist. Damit ist das Verfahren ideal fur Band-
galvaniken.

Weitere Untersuchungsergebnisse bele-
gen, dass die neue Anlaufschutzgeneration
die Leistungsfahigkeit von herkdmmlichen
Verfahren deutlich Ubertrifft.

Korrosionstests bestatigen
hervorragende Schutzeigenschaften

Um Korrosions- und Anlaufschutzleistung
zu prifen, wurden Silberoberflachen ge-
testet. Silber reagiert generell sehr sensibel
auf schwefelhaltige korrosive Medien und
ist somit ideal zur Bewertung von Schutz-
leistungen geeignet. Ublicherweise werden
in der Industrie Sulfidtests (z. B. mit 2 % bis
5 % Kaliumsulfid oder 2 % bis 3 % Ammoni-
umsulfid) bei unterschiedlichen Priifzeiten
verwendet; Verfarbungen der Silberober-
flache sind nicht zulassig.

Bei Umicore konnten die Prifzeiten, be-
dingt durch die verbesserte Anlaufbestan-
digkeit, deutlich verldngert werden, um
starkere Belastungen des Schichtsystems
zu simulieren. Zur Bewertung der Anlauf-
schutzleistung wurden silberbeschichtete,
passivierte Teile in zweiprozentigen Kalium-
sulfidlésungen geprift. Beim Standardpro-
dukt (Umicore Anlaufschutz 614) zeigen
sich nach zwei Minuten erste Verfarbungen

der Oberflachen. Im Vergleich dazu bestan-
den Teile mit dem neuen Anlaufschutzver-
fahren deutlich langere Prifzeiten von
sieben Minuten, bis erste Anzeichen von
Verfarbungen erkennbar waren und das
Korrosionsmedium einen Angriff auf die Sil-
beroberflache bewirkte.

Geringerer Reibkoeffizient
- verbesserte Gleiteigenschaften

Um den Reibkoeffizient auf Steckkontak-
ten zu ermitteln, wurden unbehandelte
und nachbeschichtete Silberoberflachen
mit einem Hartgoldniet als Gegenpartner
gepriift. Die Messung erfolgte mit einem
UNAT-Nanoindenter von Zwick/Asmec. Mit
dem neuen Anlaufschutz sank der Reibko-
effizient um bis zu 95 % und somit konn-
ten die Gleiteigenschaften enorm verbes-
sert werden.

Eine grundlegende Anforderung an An-
laufschutzsysteme ist, dass die elektrische
Funktionalitdt, zum Beispiel eines Steckver-
binders, durch die zusatzliche Schicht nicht
verandert wird. Daher wurde untersucht,
wie die Anlaufschutzschichten — je nach
Tauchzeit und Konzentration — den Kon-
taktwiderstand beeinflussen. Die Messung
erfolgte mit dem Messgerat Kowi 3001
(WSK-Messtechnik). Als maximal zuldssiger
Grenzwert wurde ein Wert von 10 mQ de-
finiert. Sowohl das Referenzmuster als auch
die passivierten Oberflichen mit unter-
schiedlichen Konzentrationen und Zeiten
blieben alle deutlich unter diesem Grenz-
wert. Eine spiirbare Zunahme des Uber-
gangswiderstands wurde nicht beobachtet.

Keinen Einfluss auf Bond- und Lotbarkeit

Auch bei der Untersuchung der Bond- und
Lotbarkeit lieBen sich Gberzeugende Ergeb-
nisse erzielen. Bei Golddraht-Bond-Abzugs-
tests Ubertrafen alle Versuchsmuster die
Zielvorgaben der DVS-Spezifikation 2811
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mit mehrals der doppelten Abzugskraft. Der
Einfluss auf die Lotbarkeit wurde lber Lot-
waagentests ermittelt. Als Referenz wurde
die Zero-Cross-Time betrachtet. Sie belegt,
dass alle passivierten Silberoberflachen die
Anforderungen von IEC-60068-2-58 erfiil-
len. Im Vergleich zu unbeschichteten Re-
ferenzproben zeigt sich keine Veranderung
durch die Passivierungsschicht. Der Anlauf-
schutz hat somit keinen Einfluss und ist da-
her fiir Lotanwendungen bestens geeignet.

SchlieBlich erfolgte noch eine eingehende
Prifung der optischen Eigenschaften, wie
Reflexion, GAM-Wert und Farbe. Die Mes-
sungen zeigen eindeutig, dass die optischen
Eigenschaften durch die neuen Anlauf-
schutzverfahren nicht beeinflusst werden.
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Verbesserter Korrosionsschutz
fiir Hartgoldschichten

Im Verlauf der Untersuchungen betrach-
tete Umicore auch passivierte Hartgold-
schichten im neutralen Salzsprihnebeltest
(NSS-Test nach DIN-EN 1SO 9227-NSS). Zur
Simulation wurden Priiflinge mit Nickel-
Gold-Schichten bei typischen Prozesszei-
ten fiir Bandgalvanikeinsatz von nur 5 s mit
Sealing 691 elektrolytisch nachbehandelt.

Bereits sehr diinne Hartgoldschichten (nur
0,05 um) zeigten nach 72 Stunden im neu-
tralen Salzspriihtest (NSS) noch einen gu-
ten Oberflachenzustand, wahrend die Re-
ferenzproben ohne Nachbehandlung mit
deutlich ausgepragten Korrosionserschei-
nungen komplett ausfielen.

Die neue Generation von Umicore-Anlauf-
schutzprozessen bietet dem Anwender
daher ein bislang nicht erreichtes Mal}
an Korrosionsbestandigkeit. Die Untersu-
chungsergebnisse zeigen, dass die elekt-
rischen Eigenschaften der Funktionsober-
flichen unbeeinflusst bleiben und sich
zusatzlich mechanische Eigenschaften,
wie zum Beispiel das Gleitverhalten, sogar
deutlich verbessern lassen.

Das Produkt Umicore Sealing 691 enthalt
keine Additive wie FCKW, CKW, KW und
Chrom. Es wird in einem wassrigen System
verwendet und ist komplett frei von Lose-
mitteln.
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